Zasady navrhu DPS pro povrchovou montaz

1. Navrh plosného spoje

Kazdy navrh desky s SMD soucastkami doporucujeme konzultovat s dodavatelem
osazeni.
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Muzete tak priznivé ovlivnit cenu osazeni a tedy celkovou cenu vaseho vyrobku.

Desti¢ky mensich rozmérd nebo tvarované je vhodné dodavat v pfifezu. Pfifezy by mély
mit maximalni rozmér 33 x 50cm a jednotlivé desticky by mély byt oddéleny
drazkovanim nebo frézovanim. Obvykly rozmér prifezu je asi 21 x 30 cm.

Povrch plosného spoje by mél byt opatfen nepdajivou maskou a pajeci plosky vhodné
upraveny.

Pokud na ploSném spoji nejsou integrované obvody s rozteci 0,65 mm a mensi, je
vhodnou povrchovou Upravou pajecich plosek halovani (HAL)

u desek s obvody s roztec¢i 0,65mm a mensi je nutno pouzit takovou povrchovou Upravuy,
ktera zajisti dobrou pajitelnost a pfitom vrstva prfidaného materialu na plose médi bude
velmi mald nebo zadna (pasivovana méd, imersni zlaceni)

VSechny pajeci plosky musi byt samostatné, nepajivou maskou maji byt oddéleny od
sebe a predevsim od prokovenych otvord.

Pokud ma soucastka stejné veliké vyvody, musi byt pro né také stejné veliké pajeci
plosky. To plati i pokud je jeden vyvod pfipojen k zemnici ploSe. V tom pfipadé je pro
pajeci plo&ku nutno vytvofit ostrivek.

Soucastky by mély byt od kraje plosSného spoje vice nez 5 mm. Pokud jsou jednotlivé
desticky umistény v pfifezu, mohou byt i méné nez 5 mm od kraje, ale pfifez musi mit
technologicky okraj alesport 5 mm na vsech stranach.

Pro osazeni do pajeci pasty a pro osazeni do lepidla se pouziva jinych pajecich plosek (viz
Navrh pajecich plosek).

Pokud navrh predpoklada osazeni SMD soucastek do lepidla, ovérte si, Zze vSechny tyto
soucastky jsou vhodné pro pdjeni vinou.

Integrované obvody osazované do lepidla by vSechny mély byt orientovany jednim
smérem a opatreny zachytnymi ploskami (viz Navrh pajecich plosek).

Ostatni SMD soucastky osazované do lepidla by mély byt, pokud mozno, orientovany
jednim smérem.

U soucastek osazovanych do lepidla je tfeba dbat na to, aby pobliz vysokych soucastek
nebyly umist&ny soulastky nizké. PFi pajeni dochazi ke vznikim tzv. "stind" a cinova
pajka se nedostane az k vyvoddm nizkych soudastek a pajecim ploskam.

Pokud je to mozné, je vhodné u soucastek osazovanych do lepidla pouzit vyrovnavaci
plodky ("ostrlivky médi") pod sou¢astkou, které usnadni kontakt lepidla s osazenou
soucastkou.

Popis desky nesmi v zadném pripadé zasahovat do pajecich plosek. Pfi ndvrhu popisu je
tfeba dbat také na vyrobni tolerance popisu (asi 0,1 az 0,2 mm).



Pokud se deska bude osazovat ve vétSim mnozstvi a tedy na osazovacim automatu, je
vhodné, aby kazdy plosny spoj nebo kazdy ptifez, byl opatfen dvéma zamérovacimi
znackami umisténymi co nejdale od sebe. Nejvhodnéjsi zamérovaci znackou je kruhova
pajeci plodka o priméru 1 aZz 2 mm, kterd je minimalné 3 mm vzdalena od jakéhokoliv
dalsiho objektu. V této vzdalenosti 3 mm by neméla byt ani nepajiva maska.

2. Navrh sit a sablon pro nanaseni lepidla a pasty

SMD soucastky, které se osazuji ze stejné strany jako vyvodové soucastky, osazuji se do
pasty a paji pretavenim.

Pokud se SMD soucastky osazuji ze strany pajeni vyvodovych soucastek, osazuji se do
lepidla a paji vinou.

U desek s malym mnozstvim vyvodovych soucastek mohou byt nékdy SMD soucastky
osazeny do pasty z obou stran.

Sablonu pro tisk lepidla pro vas zajistime a obvykle k tomu nepotfebujeme zadné
podklady, vétSinou staci neosazend deska s ploSnymi spoji.

Sablonu nebo sito pro tisk pasty pro vas také zajistime, ale potfebujeme k tomu od
vas tyto podklady:

Gerber rozsifeny nebo Postscript - vrstva pasta

U desek, kde budou osazeny souldstky s rozte¢i vyvodi 0,8mm a mensi, se pro tisk
pasty pouziva kovova sablona. V ostatnich pfipadech se pouziva sito.

PFfi navrhu sita nebo Sablony pro tisk pasty dodrzujte prosim nasledujici zasady:

Plosky pro nanaseni pajeci pasty se obvykle tvofi stejné velké, jako jsou pajeci plosky.
Pro vyssi souCastky (MELFy, tantalové kondenzatory, transily apod.) doporucujeme
zvétsit plochu pro nanaseni pasty o 0,1 az 0,3 mm v kazdém rozméru pajeci plosky. Do
pajeného spoje se tak nanese dostatek cinu.

Pro integrované obvody s rozte&i vyvodld 0,8 mm a mensi musi byt $itka plochy pro

nanaseni pajeci pasty stejna nebo mensi nez mezera mezi témito plochami (viz
nasledujici tabulka).

Rozteé vyvod(i | SiFka plochy pro pastu | Mezera mezi plochami
[mm] [mm] [mm]
0.8 0.4 0.4
0.7 0.35 0.35
0.65 0.3 0.35
0.6 0.25 0.35
0.5 0.2 0.3

V navrhu sita nebo Sablony pro tisk pasty by nemély, kromé ploch pro nanaseni pajeci
pasty, byt zadné jiné objekty jako napf. obrys desky, reference, nazev desky apod.

3. Navrh pajecich plosek

Zde jsou uvedeny doporuéené pajeci plogky podle zkusenosti pracovnikd HC electronics a



podle knihy Mikroelektronické montazni technologie, nakladatelstvi VUTIUM Brno. Protoze
rozméry nékterych souéastek se u jednotlivych vyrobct mohou ménit, doporu¢ujeme
ovéFit si tvary a rozméry pajecich plosek v katalogovych listech vyrobcl souc¢astek.

3.1 Rezistory, kondenzatory, diody
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Topologie pajecich plach
f s Rozmeéry pajecich plosek
T ouzdra Pajeni
YPP ) A[mm] | B[mm] | C[mm] | D[mm]
0402 pretavenim 1,5 0,5 L 0,5 0,5
vinou nepouziva se
pretavenim 2,3 0,7 0,8 0,8
0603 vinou 2,5 1,0 0,7 0,8
pretavenim 2,8 1,0 0,9 1,3
0805 vinou 3,3 1,4 0,9 1,3
pretavenim 4,0 2,2 0,9 1,6
1206 vinou 4,8 2,3 1,25 1,7
1210 pretavenim 4,0 2,2 0,9 2,5
vinou 5,3 2,3 1,5 2,6
1812 pretavenim 5,3 3,5 0,9 3,8
vinou 6,8 3,8 1,5 3,8
pretavenim 6,5 4,7 0,9 5,6
2220
vinou 8,1 5,0 1,5 5,6
Tantal pretavenim 4,0 1,6 1,2 1,0
A vinou 5,9 1,6 2,15 1,6
Tantal pretavenim 4,4 1,9 1,25 2,2
B vinou 6,5 1,9 2,3 2,8
Tantal pretavenim 6,9 3,4 1,75 2,8
C vinou 9,9 3,4 3,25 3,2
Tantal pretavenim 8,3 4,7 1,8 3,0
D vinou 11,4 4,7 3,35 4,3
SOD 80 pretavenim 4,3 2,3 1,0 1,7
miniMELF vinou 4,9 2,7 1,1 1,7
pretavenim 4,3 2,3 1,0 2,1
SOD 87 vinou 4,9 2,7 1,1 2,1
pretavenim 4,0 2,4 0,8 0,8
D12
S0 3 vinou 5,5 2,9 1,3 1,8
pretavenim 3,0 1,4 0,8 0,6
SOD 323 vinou 4,5 1,7 1,4 1,3
SOD 106A pretavenim 6,0 2,4 1,8 2,1
MELF vinou 8,6 2,4 3,1 2,5




3.2 Tranzistory v pouzdre SOT 23, SOT 323
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Topologie pajecich ploch
Rozmeéry pajecich plosek
Typ pouzdra Pajeni A B C D E
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
pretavenim 2,7 1,3 0,7 0,6 1,3
SOT 23 vinou 4 1,0 1,5 1,2 1,0
pretavenim 2,4 1,2 0,6 0,6 0,7
SOT 323 vinou 3,95 1,15 1,4 0,9 0,7
3.3 Soucastky v pouzdie SOT 143
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3.4 Soucastky v pouzdre SOT 89
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3.5 Soucastky v pouzdfie SOT 223
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3.6 Integrované obvody v pouzdrech SO-8 az SO-32, VSOP
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Rozméry pajecich plosek

Typ pouzdra Pajeni A B C D E
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

SO-8 pretavenim 6,4 4,0 1,2 0,7 1,27
vinou 8,0 3,6 2,2 0,6 1,27

SO-14 pretavenim 6,4 4,0 1,2 0,7 1,27
vinou 8,0 3,6 2,2 0,6 1,27

) pretavenim 6,4 4,0 1,2 0,7 1,27
S0-16 vinou 8 3,6 2,2 0,6 1,27

) pretavenim 10,8 8 1,4 0,7 1,27
SOL-16 vinou 11,6 7,6 2,0 0,6 1,27
) pretavenim 10,8 8,0 1,4 0,7 1,27
SOL-20 vinou 11,6 7,6 2,0 0,6 1,27
) pretavenim 10,8 8,0 1,4 0,7 1,27
SOL-24 vinou 11,6 7,6 2,0 0,6 1,27
) pretavenim 10,8 8,0 1,4 0,7 1,27
SOL-28 vinou 11,6 7,6 2,0 0,6 1,27
) pretavenim 10,8 8,0 1,4 0,7 1,27
SOL-32 vinou 11,6 7,6 2,0 0,6 1,27
) pretavenim 7,2 4,6 1,3 0,4 0,65
SSOP-20 vinou 8,3 4,5 1,9 0,3 0,65
) pretavenim 8,5 5,7 1,4 0,4 0,65
SSOP-24M vinou 9,15 5,55 1,8 0,3 0,65
) pretavenim 8,5 5,7 1,4 0,4 0,65
SSOP-28M vinou 9,15 5,55 1,8 0,3 0,65
) pretavenim 12,9 8,1 2,4 0,45 0,762
V50-40 vinou 12,8 8,2 2,3 0,4 0,762
) pretavenim 16,4 11,8 2,3 0,45 0,75
V50-56 vinou 16,3 11,7 2,3 0,35 0,75

3.7 Integrované obvody v pouzdrech QFP, PLCC - pajeni pretavenim
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Typ pouzdra R’oztef: Rozméry pajecich plosek
vyvodu A [mm] B [mm] C [mm] D [mm]

soQTF;‘1‘41f-1 0,8 13,1 10,5 1,3 0,5
soQTnggq 0,5 9,9 7,3 1,3 0,25
SOQFF;?2—1 0,5 12,9 10,3 1,3 0,25
SOQFFg?g-l 0,5 14,9 12,3 1,3 0,25
SSTFP314290_1 0,8 32,75 29,55 1,6 0,5
SOT 260:1 0.8 33,0 29,8 1,6 0,5
sngzpzlzsso-z 0,65 33,8 29,8 2,0 0,4
58%21%?1 0,5 31,5 28,7 1,4 0,25
PLEI?122 1,27 10,3 6,6 1,85 0,6
PL:SIZS 1,27 12,8 9,1 1,85 0,6
so%%%ﬁm 1,27 17,9 14,2 1,85 0,6
Plfffz 1,27 20,4 16,7 1,85 0,6
PLEé:fS 1,27 25,5 21,8 1,85 0,6
P'jACCCf“ 1,27 30,6 26,9 1,85 0,6

Upozornéni: Néktera QFP a PLCC pouzdra maji vice variant.

Pokud jste zde doporucené plosky pro vase SMD soucastky nenasli, zaslete nam typ
pouzdra na e-mailovou adresu info@hcelectronics.cz .



